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(54)【発明の名称】 液晶表示装置および液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】        （修正有）
【課題】  コンタクトホール内へのゴミの付着防止、ス
ペーサ分布の均一化、配向膜の印刷性向上を図り、液晶
表示装置の信頼性向上、セル厚の均一性向上、表示品位
の低下防止に寄与する。
【解決手段】  第１の絶縁性基板と、走査線と信号線の
交差位置近傍に形成されたスイッチング素子と、スイッ
チング素子を覆う絶縁層と、該絶縁層を貫通するコンタ
クトホールと、該コンタクトホールを介して該スイッチ
ング素子と電気的に接続された画素電極とを有するマト
リクスアレー基板と、対向基板と、前記マトリクスアレ
ー基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層とを具
備する液晶表示装置であって、前記コンタクトホール内
に該コンタクトホールを平坦化するための平坦化層が形
成されている液晶表示装置を構成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  第１の絶縁性基板と、該第１の絶縁性基
板上に形成された複数のスイッチング素子と、前記スイ
ッチング素子を覆う絶縁層と、該絶縁層上に形成され該
絶縁層を貫通するコンタクトホールと、該コンタクトホ
ールを介して該スイッチング素子と電気的に接続された
画素電極とを有するマトリクスアレー基板と、
前記マトリクスアレー基板に対向する対向基板と、
前記マトリクスアレー基板と前記対向基板との間に挟持
された液晶層とを具備する液晶表示装置であって、
前記コンタクトホール内に該コンタクトホールを平坦化
するための平坦化層が形成されている液晶表示装置。
【請求項２】  前記液晶表示素子が前記マトリクスアレ
ー基板と前記対向基板間の間隔を制御するためのスペー
サをさらに具備し、
前記スペーサと前記平坦化層が同一の材料から構成され
ていることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】  前記絶縁層が透明樹脂から形成されるこ
とを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項４】  前記絶縁層がカラーフィルタを構成する
ことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項５】  前記平坦化層が黒色樹脂から形成される
ことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項６】  前記平坦化層が透明樹脂から形成される
ことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項７】  第１の絶縁性基板と、該第１の絶縁性基
板上に形成された複数のスイッチング素子とを有するマ
トリクスアレー基板と、前記マトリクスアレー基板に対
向する対向基板と、前記マトリクスアレー基板と前記対
向基板との間に挟持された液晶層とを有する液晶表示装
置を製造する方法であって、
前記マトリクスアレー基板上のスイッチング素子を覆う
ように第１の絶縁材料の層を形成し所定のパターニング
を行うことによって、絶縁層および該絶縁層を貫通する
コンタクトホールを形成する絶縁層形成工程と、
該絶縁層上に導電性材料の膜を形成し所定のパターニン
グを行うことによって、前記コンタクトホールを介して
前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極を
形成する画素電極形成工程と、
前記絶縁層および前記画素電極上に、第２の絶縁材料の
層を形成する平坦化層形成前期工程と、
前記コンタクトホール外の前記第２の絶縁材料を除去
し、かつ該コンタクトホール内の前記第２の絶縁材料を
残留させる平坦化層形成後期工程とを具備する液晶表示
装置の製造方法。
【請求項８】  前記平坦化層形成前期工程にスピンコー
トを用いることを特徴とする請求項７記載の液晶表示装
置の製造方法。
【請求項９】  前記第２の絶縁材料に感光性材料を用
い、前記平坦化層形成後期工程に該感光性材料を現像す
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るための現像液を用いることを特徴とする請求項７記載
の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１０】  前記平坦化層形成後期工程において、
現像液への浸漬に先だってマスクパターンを用いた露光
を行うことによって、前記平坦化層とともに前記マトリ
クスアレー基板と前記対向基板との間隔を制御するため
のスペーサを形成することを特徴とする請求項９記載の
液晶表示装置の製造方法。
【請求項１１】  前記平坦化層形成後期工程は、前記感
光性材料を所定のマスクを用いて感光して現像する工程
を具備することを特徴とする請求項７記載の液晶表示装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は液晶表示装置およ
びその製造方法に関し、特にスイッチング素子を覆う絶
縁層上にコンタクトホールを有する液晶表示装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】近年、コンピューターを中心とする情報
機器分野及びテレビなどを中心とする映像機器分野にお
いて、軽量、小型、高精細な液晶表示装置が開発されて
いる。
【０００３】現在、一般的に用いられている液晶表示素
子は、その多くは電極を有する２枚のガラス基板とその
間に挟持された液晶層から構成されている。
【０００４】例えば、カラー型アクティブマトリクス型
液晶表示装置では、第１の基板であるマトリクスアレー
基板上にアモルファスシリコンやポリシリコンを半導体
層とした薄膜トランジスタ等のスイッチング素子とそれ
に接続された画素電極、走査線、信号線が形成されてい
る。一方、第２の基板である対向基板上には、三原色の
着色層のついたカラーフィルタ及び対向電極が形成され
ている。また、この２枚の基板間には距離を一定に保つ
ためのスペーサが設置されており、さらに基板の周辺に
形成された接着剤で固定されている。
【０００５】ここで、基板の張り合わせ精度や開口率の
向上のために、マトリクスアレー基板上のスイッチング
素子と画素電極の間にカラーフィルタ層あるいは透明樹
脂で構成された絶縁層を形成することが近年行われてい
る。
【０００６】この場合、スイッチング素子と画素電極と
の電気的接続のために、絶縁層にコンタクトホールを形
成する必要がある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、コンタ
クトホールの存在によって以下のようなデメリットを生
じる可能性がある。
【０００８】コンタクトホールの凹み内部にゴミが付着
し、液晶表示装置の信頼性低下につながる可能性があ
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る。また、粒状スペーサを用いた場合には、コンタクト
ホールに、二枚の基板間距離を一定に保つためのスペー
サーが集中し、セル厚（基板間の間隔）の不均一が生じ
る可能性もある。さらに、液晶を配向させるための配向
膜の印刷性が劣化し、表示の不均一が生じる可能性もあ
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】（１）上記の課題を解決
するために本発明においては、以下の液晶表示装置を構
成する。
【００１０】第１の絶縁性基板と、該第１の絶縁性基板
上に形成された複数のスイッチング素子と、前記スイッ
チング素子を覆う絶縁層と、該絶縁層上に形成され該絶
縁層を貫通するコンタクトホールと、該コンタクトホー
ルを介して該スイッチング素子と電気的に接続された画
素電極とを有するマトリクスアレー基板と、前記マトリ
クスアレー基板に対向する対向基板と、前記マトリクス
アレー基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と
を具備する液晶表示装置であって、前記コンタクトホー
ル内に該コンタクトホールを平坦化するための平坦化層
が形成されていることを特徴とする。
【００１１】平坦化層によってコンタクトホールが平坦
化されていることによって、コンタクトホール内のへの
ゴミの付着防止、スペーサ分布の均一化向上、セル厚の
均一性向上、配向膜の印刷性向上が図られる。
【００１２】ここで、前記絶縁層は透明樹脂から形成さ
れてもよく、また絶縁層がカラーフィルタを構成しても
差し支えない。
【００１３】また、平坦化層は、黒色樹脂あるいは透明
樹脂から形成されても差し支えない。
【００１４】（２）上記の課題を解決するために本発明
においては、以下の液晶表示装置の製造方法を構成す
る。
【００１５】第１の絶縁性基板と、該第１の絶縁性基板
上に形成された複数のスイッチング素子とを有するマト
リクスアレー基板と、前記マトリクスアレー基板に対向
する対向基板と、前記マトリクスアレー基板と前記対向
基板との間に挟持された液晶層とを有する液晶表示装置
を製造する方法であって、前記マトリクスアレー基板上
のスイッチング素子を覆うように第１の絶縁材料の層を
形成し所定のパターニングを行うことによって、絶縁層
および該絶縁層を貫通するコンタクトホールを形成する
絶縁層形成工程と、該絶縁層上に導電性材料の膜を形成
し所定のパターニングを行うことによって、前記コンタ
クトホールを介して前記スイッチング素子と電気的に接
続された画素電極を形成する画素電極形成工程と、前記
絶縁層および前記画素電極上に、第２の絶縁材料の層を
形成する平坦化層形成前期工程と、前記コンタクトホー
ル外の前記第２の絶縁材料を除去し、かつ該コンタクト
ホール内の前記第２の絶縁材料を残留させる平坦化層形
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成後期工程とを具備する。
【００１６】例えば、コンタクトホール内外において、
第２の絶縁材料の層の厚さ（平坦化層形成前期工程）ま
たは処理液による除去速度が異なること（平坦化層形成
後期工程）を用い、平坦化層を形成できる。
【００１７】ここで、前記平坦化層形成前期工程にスピ
ンコートを用いることができる。スピンコートを用いて
第２の絶縁材料の層を形成することによって、コンタク
トホール内外における第２の絶縁材料の層の厚さを異な
らせ、平坦化層形成後期工程による平坦化層の形成を可
能とする。
【００１８】また、前記第２の絶縁材料に感光性材料を
用い、前記処理液に該感光性材料を現像するための現像
液を用いることができる。これに加えて、前記平坦化層
形成後期工程において、現像液への浸漬に先だってマス
クパターンを用いた露光を行うことによって、前期平坦
化層とともに前記マトリクスアレー基板と前記対向基板
との間隔を制御するためのスペーサを形成することがで
きる。前記第２の絶縁材料に感光性材料を用いることに
よって、平坦化層とスペーサを同一の材料でパターニン
グすることが可能になる。
【００１９】また、前記平坦化層形成後期工程は、前記
感光性材料を所定のマスクを用いて感光して現像する工
程を具備してもよい。フォトマスクを用いて露光するこ
とにより感光性材料をパターニングし、平坦化層を形成
できる。
【００２０】
【発明の実施の形態】［実施形態１］本発明の第１の実
施形態に係る液晶表示装置を図１および図２に示す。図
１は液晶表示装置の断面図である。図２は、マトリクス
アレー基板２３上の電極構成等を示す上面図であり、見
やすさのために構成要素の一部を省略している。
【００２１】図１に示すようにそれぞれ第１、第２の絶
縁性基板であるガラス基板１０、１２の間に液晶層１４
が挟持されている。
【００２２】ガラス基板１０上には、スイッチング素子
である薄膜トランジスタ２７等が形成され、マトリクス
アレー基板２３が構成される。また、ガラス基板１２上
に対向電極３８等が形成され、対向基板４１が構成され
る。
【００２３】以下、マトリクスアレー基板２３の構成の
詳細を述べる。
【００２４】透明なガラス基板１０の一主面上に酸化シ
リコン（ＳｉＯｘ ）のアンダーコート膜１６が形成さ
れている。
【００２５】また、このアンダーコート膜１６上には、
モリブデン・タングステン（ＭｏＷ）などのソース電極
１８およびドレイン電極２０が形成される。このソース
電極１８は図５に示す信号線１７と一体にこの信号線１
７から突出して形成されている。
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【００２６】さらに、ソース電極１８およびドレイン電
極２０間には、チャネル領域を形成するアモルファス・
シリコン（ａ－Ｓｉ）の半導体層２２が形成され、この
半導体層２２の中央部分には、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ
 ）のゲート絶縁層２４が形成されている。
【００２７】このゲート絶縁層２４上には、アルミニウ
ム／モリブデン（Ａｌ／Ｍｏ）などのゲート電極２６が
形成される。このゲート電極２６は図２に示す走査線２
５と一体にこの走査線２５から突出して形成される。そ
の結果、スイッチング素子としての正スタガ型の薄膜ト
ランジスタ２７が形成される。これら薄膜トランジスタ
２７上には薄膜トランジスタ２７を保護する窒化シリコ
ン膜２８が形成されている。
【００２８】さらに、この窒化シリコン膜２８を含む全
面上に、アクリル系樹脂からなるアクリル系樹脂絶縁層
３０が形成されている。このアクリル系樹脂絶縁層３０
が、第１の絶縁材料で形成された絶縁層となる。
【００２９】アクリル系樹脂絶縁層３０上には透明導電
性金属であるＩＴＯ（Indium Tin Oxide）の画素電極３
２が形成され、この画素電極３２はコンタクトホール３
４を介してドレイン電極２０に電気的に接続されてい
る。
【００３０】コンタクトホール３４の底面は、有機樹脂
でできた平坦化層３６によって埋められている。
【００３１】以下、対向基板４１の構成の詳細を述べ
る。
【００３２】一方、第２の絶縁性基板としての透明なガ
ラス基板１２の一主面上に赤色、緑色および青色のカラ
ーフィルタ３５が形成され、これらカラーフィルタ３５
上にはカラーフィルタ３５を被覆して平坦化する平坦化
保護膜３７が形成され、この平坦化保護膜３７上にＩＴ
Ｏからなる透明な対向電極３８が形成され、対向基板４
１が形成される。
【００３３】マトリクスアレー基板２３および対向基板
４１の対向する面にはそれぞれポリイミド膜（配向膜３
９，４０）が形成され、これら配向膜３９，４０の反対
の面には偏光板４２，４４が接着されている。
【００３４】さらに、マトリクスアレー基板２３および
対向基板４１は周囲が接着されて、これらマトリクスア
レー基板２３および対向基板４１の間に液晶層１４が挟
持した状態で封止されている。
【００３５】次に、上記実施の形態の製造工程を図３な
いし図６を参照して説明する。
【００３６】（１）図３に示すように、ガラス基板１０
上に酸化シリコンのアンダーコート膜１６をＣＶＤ法に
より形成する。
【００３７】さらに、このアンダーコート膜１６上にス
パッタリング法等によりＭｏＷ膜等を形成してパターニ
ングし、ソース電極１８およびドレイン電極２０を形成
し、また信号線１７を同時に形成する。
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【００３８】続いて、プラズマＣＶＤ法等によりａ－Ｓ
ｉ等からなる半導体を堆積させ、その後パターニングし
て半導体層２２を形成する。
【００３９】次に、ＣＶＤ等による絶縁膜の堆積、Ａｌ
／Ｍｏ等のスパッタリング、その後のパターニングによ
ってゲート絶縁層２４およびゲート電極２６を形成す
る。なお、このとき同時に走査線２５も形成される。
【００４０】さらに、燐（Ｐ）等を加速器でドーピング
し、半導体層２２の一部をｎ+ －ａ－Ｓｉにし、レーザ
アニーリング等により燐を活性化させる。
【００４１】その後、窒化シリコンをＣＶＤで堆積さ
せ、パターニングして、窒化シリコン膜２８とする。
【００４２】（２）次に、図４に示すように、アクリル
系樹脂を塗布してパターニングし、アクリル系樹脂絶縁
層３０を形成する（絶縁層形成工程）。
【００４３】そして、スパッタリング法等によりＩＴＯ
（Indium Tin Oxide）を形成してパターニングして画素
電極３２を形成する（画素電極形成工程）。
【００４４】以上によって、マトリクスアレー基板２３
が形成される。
【００４５】（３）さらに、図５に示すように絶縁性樹
脂をスピンコートによって塗布し絶縁性樹脂層４６を形
成する（平坦化層形成前期工程）。
【００４６】次に、図６に示すようにコンタクトホール
３４内に平坦化層３６を形成する。これは、マトリクス
アレー基板２３を処理液に浸漬し絶縁性樹脂をエッチン
グすることによって行う（平坦化層形成後期工程）。
【００４７】このエッチングは、処理液への浸漬時間を
調整することで、コンタクトホール３４以外の絶縁性樹
脂層４６をエッチングし、かつコンタクトホール３４内
の絶縁性樹脂層４６を残留した状態とする。
【００４８】このコンタクトホール３４内での残留状態
の制御は、コンタクトホール３４の内外で絶縁性樹脂層
４６の厚さが異なることを利用できる。
【００４９】スピンコートで基板上に何らかの膜を塗布
する場合には、液体材料を基板に滴下して、しかる後基
板を回転することで基板表面上に均一な膜を形成する。
しかし、基板上に凹みがあるとそこに液体材料が溜まり
やすく、従って基板上の凹みには他よりも厚い膜が形成
されやすい。この厚さの違いは、凹みの形状、液体材料
の粘性、基板の回転速度等の条件によって決定される。
【００５０】このようにしてコンタクトホール３４の内
外において絶縁性樹脂層４６の厚さが異なることから、
浸漬時間を調整することでコンタクトホール３４外の絶
縁性樹脂層４６を除去し、コンタクトホール３４内の絶
縁性樹脂層４６を残すことが可能となる。
【００５１】図７に処理液への浸漬時間と絶縁性樹脂層
４６の膜厚の変化の関係の例を示す。グラフＡがコンタ
クトホール３４の外部における膜厚であり、グラフＢが
コンタクトホール３４内の膜厚である。処理液に浸漬す
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る以前は、コンタクトホール３４内外の膜厚はそれぞれ
６．５μｍおよび５．５μｍであることが判る。
【００５２】グラフＡ，Ｂの傾きが等しいことから、コ
ンタクトホール３４の内外で絶縁性樹脂層４６のエッチ
ング速度は等しいことが判る。
【００５３】この結果、点Ｃにおいて、コンタクトホー
ル３４外では絶縁性樹脂層４６が除去され、しかもコン
タクトホール３４内では絶縁性樹脂層４６が残存する。
【００５４】コンタクトホール３４内で絶縁性樹脂層４
６が完全に除去されるのは点Ｄに至ってからである。即
ち、点Ｃ（処理時間６０秒）から点Ｃ（処理時間約７２
秒）の間で浸漬時間を制御することでコンタクトホール
３４内の絶縁性樹脂層４６の残留状態を制御できる。
【００５５】このようにして、コンタクトホール３４内
に平坦化層３６が形成される。
【００５６】（４）さらに、このマトリクスアレー基板
２３および対向基板３９の対向する面にポリイミド膜
（配向膜３９，４０）を形成し、反対側の面に偏光板４
２，４４を接着し、マトリクスアレー基板２３および対
向基板４１間に、液晶を封入挟持して液晶表示装置５０
を形成する。
【００５７】［第２の実施形態］図８，図９に本発明の
第２の実施形態を示す。
【００５８】本実施形態は、平坦化層３６と同一の材料
で構成されたスペーサ４７がある点が第１の実施形態と
相違している。スペーサは画素電極３２上に形成されて
いる。これ以外の点は、第１の実施形態と構成上特に異
なることがないので説明を省略する。
【００５９】次に本実施形態における製造方法について
説明する。
【００６０】本実施形態においても、第１の実施形態で
述べた（１）～（４）の工程とほぼ同様の工程で製造が
できる。本実施形態は、工程（１）（２）（４）は第１
の実施形態と全く同一なので説明および図示を省略し、
工程（３）について説明する。
【００６１】（３）図１０に示すように感光性樹脂をス
ピンコートによって塗布し感光性樹脂層４８を形成する
（平坦化層形成前期工程）。
【００６２】ここでは、スペーサ４７のパターニングの
ため感光性樹脂を使用する。このときの感光性樹脂層４
８の厚さはスペーサ４７の高さに対応したものとする。
【００６３】さらに図１１に示すようにコンタクトホー
ル３４内に平坦化層３６およびスペーサ４７を形成する
（平坦化層形成後期工程）。
【００６４】このときまずスペーサ４７の形成のためフ
ォトマスクを用いて感光性樹脂層４８に紫外線を露光す
る。フォトマスクは、スペーサ４７を形成する箇所には
紫外線が照射され、そうでない箇所には紫外線が照射さ
れないようなものを用いる。
【００６５】露光が終わった感光性樹脂を現像液につけ
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て現像することによりスペーサ４７および平坦化層３６
が形成される。
【００６６】スペーサ４７は、紫外線に露光された感光
性樹脂が現像液に溶解されにくいことから形成される。
【００６７】平坦化層３６は第１の実施形態と同様に、
スピンコートで形成した感光性樹脂層がコンタクトホー
ル３４の内外で厚さが異なることを利用し、コンタクト
ホール３４の外部の感光性樹脂を（スペーサ４７を除
き）除去することで形成できる。具体的には、感光性樹
脂層４８の現像時間を調整する。
【００６８】［第３の実施形態］第３の実施形態は以下
の点で、第１、第２の実施形態と相違する.
（１）平坦化層３６の形成を、マスクを用いたパターニ
ングにより行う（第１、第２の実施形態では、コンタク
トホール３４内外の樹脂層の厚さの相違を用いて形成し
ていた）。
【００６９】（２）カラーフィルタを、マトリクスアレ
ー基板２３上に形成する（第１、第２の実施形態では、
カラーフィルタはカラーフィルタ３５として対向基板上
に形成されていた）。そして、このカラーフィルタが本
実施形態において第１の絶縁材料で構成された絶縁層と
なる。
【００７０】即ち、本実施形態は図８，図９と、カラー
フィルタ３５がなくその代わりにアクリル系樹脂絶縁層
３０のある位置にカラーフィルタ４５が形成されている
ことが相違する。
【００７１】以下、本実施形態について薄膜トランジス
タ形成後の製造方法を説明する。
【００７２】（１）赤色の顔料を分散させた感光性レジ
ストをスピンナーで全面塗布し、９０℃、１０分で乾燥
する。
【００７３】その後、赤色の着色層を形成する部分のみ
に紫外線を照射し、外周部（幅１０μｍ）及ぴコンタク
トホール３４が形成される部位（２０μｍ×２０μｍ）
では紫外線が遮光されるようなフォトマスクを介し、露
光量が２００ｍＪ／ｃｍ２となるように露光を行った。
【００７４】次に、水酸化カリウム１ｗｔ％水溶液で２
０秒間現像を行い、２００℃、６０分焼成することによ
り、赤色の着色層を形成した。
【００７５】同様に緑、青の着色層を繰り返し形成する
ことにより、各着色層の膜厚が１．５μｍであるカラー
フィルタ４５が得られた（絶縁層形成工程）。
【００７６】ここで、緑の着色材料、青の着色材料にそ
れぞれ感光性レジストを用いる。
【００７７】その後、ＩＴＯを膜厚約０．１μｍスパッ
タリングして画素電極を形成し、ソース電極とコンタク
トホール３４で接続するようにフォトリソグラフィによ
り所定の形状にパターン形成した（画素電極形成工
程）。
【００７８】（２）さらに、感光性の黒色樹脂をスピン
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ナーで塗布し、９０℃、１０分の乾燥を行う（平坦化層
形成前期工程）。
【００７９】その後、スペーサ４７が形成される部位
（７μｍ×１５μｍ）と表示エリアの外周部（幅３ｍ
ｍ）及びコンタクトホール３４の部位（２０μｍ×２０
μｍ）では紫外線が照射されるようなフォトマスクを介
して、露光量３００ｍＪ／ｃｍ２で露光を行った。さら
に、ｐＨ＝１１．５のアルカリ性水溶液で現像し、２０
０℃、６０分で焼成することにより、スペーサ４７と表
示エリア外周部の遮光層を形成した。また同時にコンタ
クトホール３４の平担化のための平坦化層３６の形成を
行った（平坦化層形成後期工程）。
【００８０】（３）このようにして出来上がったマトリ
クスアレー基板２３に配向膜材料を塗布し配向膜３９を
形成後、ラビング処理を行う。
【００８１】マトリクスアレー基板２３と、対向電極３
８である共通電極を形成した対向基板４１にも同様に配
向膜４０の形成、ラビング処理を行う。
【００８２】マトリクスアレー基板２３と対向基板４１
とを、エポキシ系の熱硬化樹脂から成る接着剤を用いて
貼合わせ、液晶を注入し、注入口を紫外線硬化樹脂で封
止する。
【００８３】このようにして作成された液晶セルの両面
に偏光板４２、４４を貼り付け液晶表示装置を作成し
た。
【００８４】作成した液晶表示装置の駆動を行ったとこ
ろ、ゴミ不良による輝点不良やセル厚ムラがなく、表示
ムラも無い高品位の表示が得られた。
【００８５】ここで、感光性の黒色樹脂の代わりに感光
性透明樹脂を用いてもよい。
【００８６】本発明は、上記実施形態に限られず、本発
明の範囲内で拡張、変更できる。
【００８７】（１）本発明のスイッチング素子は、薄膜
トランジスタに限られず例えばダイオードのような２端
子素子であっても差し支えない。
【００８８】（２）カラーフィルタはマトリクスアレー
基板、対向基板のいずれにあっても良く、あるいは無く
ても差し支えない。
【００８９】（３）スペーサを平坦化層と同時に形成す
る必要は必ずしもない。しかし、これを行うことは液晶
表示素子の製造工程の簡略化が図れ好ましい。
【００９０】（４）本発明の基本的な考え方は、スイッ
チング素子と画素電極との電気的接続のためのコンタク
トホールを平滑化する平坦化層を形成することにある。
実施形態において感光性樹脂を用いてパターニングする
方法、コンタクトホール内外における絶縁性樹脂の厚さ
の相違を利用する方法の２通りを示したが、平坦化層の
形成方法は必ずしもこれに限定されない。
【００９１】例えば、コンタクトホールの凹み内外でエ
ッチング速度が異なるような絶縁性材料とエッチング液
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（処理液）の組み合わせを用いることによっても、平滑
化層を形成しうる。
【００９２】さらに、平坦化層の材質も有機物には限定
されず、無機物であっても差し支えない。
【００９３】
【発明の効果】本発明に係る液晶表示装置または液晶表
示装置の製造方法によれば、コンタクトホール内に平坦
化層を形成することにより、基板が平坦化される。
【００９４】このため、ゴミの付着防止、セルギャップ
の均一性向上、配向膜の印刷性向上を図ることができ
る。その結果、表示品位や信頼性の向上を図ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の１実施形態に係る液晶表示装置を示
す断面図である。
【図２】  図１に示す液晶表示装置のマトリクスアレー
基板上の電極配置等を示す上面図である。
【図３】  本発明の１実施形態に係る液晶表示装置の製
造工程中の状態を示す断面図である。
【図４】  本発明の１実施形態に係る液晶表示装置の製
造工程中の状態を示す断面図である。
【図５】  本発明の１実施形態に係る液晶表示装置の製
造工程中の状態を示す断面図である。
【図６】  本発明の１実施形態に係る液晶表示装置の製
造工程中の状態を示す断面図である。
【図７】  本発明の１実施形態に係る液晶表示装置の製
造工程中における絶縁層の膜厚と処理液への浸漬時間と
の関係を示す断面図である。
【図８】  本発明の１実施形態に係る液晶表示装置を示
す断面図である。
【図９】  図８に示す液晶表示装置のマトリクスアレー
基板上の電極配置等を示す上面図である。
【図１０】  本発明の１実施形態に係る液晶表示装置の
製造工程中の状態を示す断面図である。
【図１１】  本発明の１実施形態に係る液晶表示装置の
製造工程中の状態を示す断面図である。
【符号の説明】
１０、１２  ガラス基板
１４      液晶層
１６      アンダーコート膜
１７      信号線
１８      ソース電極
２０      ドレイン電極
２２      半導体層
２３      マトリクスアレー基板
２４      ゲート絶縁層
２５      走査線
２６      ゲート電極
２７      薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
２８      窒化シリコン膜
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３０      アクリル系樹脂絶縁層
３２      画素電極
３４      コンタクトホール
３５      カラーフィルタ
３６      平坦化層
３７      平坦化保護膜
３８      対向電極
３９，４０  配向膜 *
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*４１      対向基板
４２、４４  偏光板
４５      カラーフィルタ
４６      絶縁性樹脂層
４７      スペーサ
４８      感光性樹脂層
５０      液晶表示装置

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

（带更正） 解决的问题：为了防止灰尘附着在接触孔上，使间隔物分布
均匀，提高取向膜的可印刷性，有助于提高液晶显示装置的可靠性，提
高单元厚度的均匀性以及防止显示质量的下降。 要做。 第一绝缘基板，
形成在扫描线和信号线的交点附近的开关元件，覆盖该开关元件的绝缘
层，贯穿该绝缘层的接触孔和接触孔。 一种液晶显示器，包括：具有像
素电极的矩阵阵列基板，该像素电极经由对置基板，对置基板和夹在该
矩阵阵列基板和对置基板之间的液晶层，该像素电极与开关元件电连
接。 该装置是液晶显示装置，其中在接触孔中形成用于平坦化接触孔的
平坦化层。
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